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１．概要（Summary） 

透明で脆弱なサファイアに IR フェムト秒レーザで穴を

開ける事が可能か、また可能な場合の最小穴径とその時

の穴深さ及び穴径と穴深さの関係を確認する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

フェムト秒レーザ加工分析システム 

【実験方法】 

加工サンプルであるサファイアの入射面状態に依って、

レーザでの加工深さに違いがあるか確認する。 

また、レーザの焦点をサンプル表面から下方に移動し

た場合と下面から上方に移動した場合で、各々の穴加工

状態の違いを確認する。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

入射面状態が梨地状態の場合、穴径 0.1 mmの時、

穴深さ 0.035～0.045 mm程度の深さまでしか加工でき

なかった（Fig. 1）が、入射面を鏡面状態にすると、加工サ

ンプルの 5 mmを貫通する加工が可能なことが分かった

（Fig. 2） 。 

また、入射面側から加工すると、入射面からある一定の

範囲の加工跡が見えない状態が確認された（Fig. 3）。 

サンプルを入射面対向面より加工した場合は入射面ま

で加工跡が途切れずに続いていることが確認できた（Fig. 

4）。 

 

以上より、入射面から加工すると、加工跡によりレーザ

光が届きにくい状態になっていると推測される。 

今後、入射面の状態とレーザの関連があるのかを確認

する。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・名古屋大学 加藤准教授、神谷技術員にはご協力頂き

感謝します。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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Fig. 4 Drilling from the surface facing the 
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Fig. 1 Machining holes with matte surface. 
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